1. Elektrocheminės celės gamybos būdas, apimantis daugiasluoksnio keramikos/metalo kondensatoriaus pateikimą, kur daugiasluoksnis keramikos/metalo kondensatorius apima sluoksniuotą struktūrą iš keraminės dielektriko medžiagos, pirmo vidinio elektrodo, apimančio sujungtas plokšteles, ir antrojo vidinio elektrodo, apimančio sujungtas plokšteles, kur minėta sluoksniuota struktūra yra padengta dielektrine danga, atviros srities dielektrinėje dangoje, vienoje daugiasluoksnio keramikos/metalo kondensatoriaus pusėje suformavimą, siekiant atidengti sluoksniuotos struktūros šono, keraminės dielektriko medžiagos sluoksnių šonus, pirmojo vidinio elektrodo šoną ir antrojo vidinio elektrodo šoną, suformuojant elektrocheminės celės darbinę zoną, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad
po to, kai daugiasluoksnio keramikos/metalo kondensatoriaus (C) dielektrinės dangos (4) šone yra suformuojama atvira sritis (5), atidengianti keraminės dielektrinės medžiagos (1) sluoksnius, pirmojo vidinio elektrodo (2) metalinių plokštelių (2‘) šonus (2‘‘) ir antrojo vidinio elektrodo (3) metalinių plokštelių (3') šonus (3'‘), signalo perdavimo priemonės (8', 8''), skirtos perduoti signalus iš darbinės zonos per elektrodus (2, 3), yra prijungiamos prie elektrodų (2, 3) kontaktų (6, 7),
po to, atvira sritis (5) yra padengiama lengvai pašalinamu apsauginės medžiagos sluoksniu (9), siekiant apsaugoti darbinę zoną nuo padengimo tirpikliams atsparia, ilgalaike izoliacine medžiaga,
po to, elektrodų (2, 3) kontaktai (6, 7) yra padengiami ilgalaike izoliuojančia medžiaga (11), siekiant apsaugoti kontaktus (6, 7) nuo tirpalų, naudojamų sekančių modifikavimo žingsnių metu kai yra modifikuojami pirmojo ir antrojo elektrodų (2, 3) šonai (2", 3"),
po to, nuo atviros srities (5) yra pašalinamas laikinosios apsauginės medžiagos sluoksnis (9), dar kartą atidengiant pirmojo ir antrojo elektrodo (2, 3) šonus (2’’, 3’’), tolimesniam apdorojimui,
po to, daugiasluoksnis kondensatorius (C) yra visiškai panardinamas į tirpalą, skirtą elektrocheminiam metalų ir/arba kitų modifikuojančių medžiagų nusodinimui ant atvirų pirmojo elektrodo (2) šonų (2''), kur elektrocheminio metalų ir/arba kitų modifikuojančių medžiagų nusodinimo proceso metu elektrinis potencialas yra užduodamas per pirmojo vidinio elektrodo (2) kontaktą (6), kur pirmasis kontaktas (6) yra prijungtas prie potenciostato/galvanostato, o antrojo vidinio elektrodo (3) kontaktas (7) tuo metu yra atjungtas,
po to, metalo ir/arba kitų modifikuojančių medžiagų elektrocheminio nusodinimo tirpalas yra pakeičiamas tirpalu, skirtu elektrocheminiam metalo ir/arba kitų skirtų modifikuojančių medžiagų nusodinimui ant atvirų antrojo elektrodo (3) šonų (3''), tam elektrinis potencialas yra užduodamas per antrojo elektrodo (3) kontaktą (7), kur antrasis kontaktas (7) yra prijungtas prie potenciostato/galvanostato, o pirmojo elektrodo (2) kontaktas (6) tuo metu yra atjungtas,
po to, elektrocheminiu būdu padengti pirmojo vidinio elektrodo (2) metalinių plokščių (2') šonai (2‘‘) ir antrojo vidinio elektrodo metalinių plokštelių (3‘) šonai (3''), esantys dangos (4) atviroje srityje (5), daugiasluoksnio keramikos/metalo kondensatoriaus (C) šone, yra pamerkiami į skysto elektrolito terpę (10).

[bookmark: _Hlk92744131]2. Būdas pagal 1 punktą, kur pirmame punkte atlikti žingsniai yra taikomi dviem arba daugiau daugiasluoksniams keramikos/metalo kondensatoriams (C), sudarančių elektrocheminę celę, apimančią daugiau nei du elektrodus (2.1, 3.1; 2.2, 3.2).

[bookmark: _Hlk92744954]3. Būdas pagal 1 punktą, kur vienas elektrodas (2) yra darbinis elektrodas, o kitas elektrodas (3) yra palyginamasis ir pagalbinis elektrodas.

[bookmark: _Hlk92745144][bookmark: _Hlk96436202]4. Būdas pagal 2 punktą, kur yra pateikti du arba daugiau daugiasluoksniai keramikos/metalo kondensatoriai (C), kurių kiekvienas apima po du elektrodus (2.1, 3.1; 2.2, 3.2), kur vienas kiekvieno kondensatoriaus (C) elektrodas yra darbinis elektrodas (2.1, 2.2), kitas elektrodas (3.1), ne tas pats, kaip bet kuris iš anksčiau išvardintų elektrodų (2.1, 2.2), iš likusių elektrodų, yra palyginamasis elektrodas, ir dar kitas elektrodas (3.2), ne tas pats, kaip bet kuris iš anksčiau išvardintų elektrodų (2.1, 2.2, 3.1) yra pagalbinis elektrodas.

[bookmark: _Hlk92745211]5. Būdas pagal 2 punktą, kur yra pateikti du arba daugiau daugiasluoksniai keramikos/metalo kondensatoriai (C), kurių kiekvienas apima po du elektrodus (2.1, 3.1; 2.2, 3.2), kur vieno kondensatoriaus (C) vienas elektrodas (2.1) yra darbinis elektrodas, to paties kondensatoriaus (C) kitas elektrodas (3.1) yra palyginamasis elektrodas, o antrojo kondensatoriaus (2.2, 3.2) abu elektrodai yra pagalbiniai elektrodai.

[bookmark: _Hlk92745401][bookmark: _Hlk96436667][bookmark: _Hlk96436949]6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur elektrodų (2, 3; 2.1, 3.1; 2.2, 3.2) plokštelių šonai, atidengti sąveikavimui su elektrocheminio nusodinimo tirpalu, yra elektrochemiškai padengiami metaliniu sluoksniu, parinktu iš inertiškų ir/arba elektrochemiškai aktyvių metalų, tokių kaip auksas Au, platina Pt, paladis Pa, rutenis Ru, titanas Ti, varis Cu, manganas Mn, geležis Fe, kobaltas Co, aliuminis Al, cinkas Zn arba jų elektrochemiškai nusodintų lydinių, ir/arba kitų elektrocheminiais metodais nusodinamų medžiagų, tokių kaip elektrochemiškai suformuoti elektrai laidūs polimerai, tokie kaip polipirolas, polianilinas, politiofenas, poli(3,4-etilendioksitiofenas), o nusodinimo sluoksnio medžiaga yra parinkta priklausomai nuo elektrodų (2, 3; 2.1, 3.1; 2.2, 3.2) funkcijos, konkrečioje elektrocheminėje sistemoje.

7. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur kiekvienas elektrocheminio nusodinimo etapas yra atliekamas imunofermentinės analizinės sistemos plokštelės šulinėliuose (12), kur kiekvienas šulinėlis (12) yra skirtas modifikuoti vieną daugiasluoksnį keramikos/metalo kondensatorių ir/arba kelis daugiasluoksnius keramikos/metalo kondensatorius.

[bookmark: _Hlk92745669]8. Elektrocheminė celė, gauta būdu, pagal bet kurį vieną iš į 1-7 punktų.

9. Elektrocheminė celė, pagal 8 punktą, apimanti integruotą skysčio pratekėjimo sistemą su skysčių įleidimo (13) ir išleidimo (14) vamzdeliais, jungiančiais celę su išorine skysčių siurbimo/pumpavimo sistema.

